Versuch: Strukturbildungsprozesse

* Bridgman Prozess zur Herstellung einkristalliner Ni-Basis Superlegierungen

* Komplexe Warmebehandlung

* Untersuchung der Mikrostruktur y/y'und weitere Phasen am REM

* Verwendung: REM

Strahlungs-
heizung

2EEERE
tttttttt

SESBCR 8

Keramikschale

wassergekiihlte
Platte

a)

Fachlabor Werkstoff- und Microengineering



Versuch: Fotolitographie

* Grundlagen der Reinraumtechnik

* Grundlagen der Fotolithographie = erstellen definierter Diinnschichtstrukturen
* Spin coating
* Belichtung im Mask-aligner zur Ubertragung einer Struktur
* Entwickeln der Lackschicht
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Versuch: Physikalische Eigenschaften in Dinnschichten

* Herstellung von Materialbibliotheken durch Sputtern (Kathodenzerstaubung)
e Grundlagen der Rontgendiffraktometrie (XRD)

e Widerstandsmessung
* Verwendung: XRD, Widerstandsmesser
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Versuch: Mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur
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Verwendung: Kriechmaschinen
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Versuch: Mikromechanische Methoden

* Grundlagen der Nanoindentation

* Grundlagen der Diffusion

e Unterschiedliche Diffusionsmechanismen

* Matano-Methode zur Losung des zweiten Fick’schen Gesetzes

* EDX Messungen

* Verwendung: REM, EDX, Nanoindenter
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Versuch: Transmissionselektronenmikroskopie

e Grundlagen der Transmissionselektronenmikroskopie
e Herstellung TEM-Proben

* Elektronenbeugung

 Verwendung: TEM
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